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广东超华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

                                                      编号：20191107
	投资者关系活动类别


	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观


□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称及人员姓名
	上海证券有限责任公司  袁威津


	时间
	2019年11月7日14：30-15：30

	地点
	超华科技会议室

	上市公司接待人员姓名
	总工程师  周佩君

副董事长、副总裁、董事会秘书  张士宝

	投资者关系活动主要内容介绍


	首先，张士宝先生介绍了公司的发展历史和基本情况，然后开始交流环节：

Q：公司目前各产品的产能和未来产能规划情况如何？

A：公司目前铜箔的产能为1.2万吨/年，以电子电路铜箔为主，高精度电子铜箔工程二期项目预计今年投产后，将增加约8,000吨高精度电子铜箔的产能，届时年产能合计将超2万吨。覆铜板产能为1200万张/年；PCB产能为740万平方米/年。

公司2019年启动非公开发行事项，募投项目为年产120万平方米印刷电路板（含FPC）建设项目、年产600万张高端芯板项目和补充流动资金。此外，公司规划在梅州市梅县区白渡镇梅州坑规划建设电子信息产业基地，该项目首期规划建设年产20,000 吨高精度电子铜箔项目。二期规划建设年产2,000 万张高频高速覆铜板项目，上述项目正在积极推进中。
Q：公司目前的下游客户主要是哪些？
A：公司目前的客户群已覆盖国内大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业，并成为其稳定供应商。公司与骨干客户飞利浦、美的、健鼎科技、台光电子、景旺电子、生益科技、崇达技术、依顿电子、胜宏科技、奥士康、兴森科技、博敏电子、中京电子、金安国纪、华正新材、广东骏亚等众多国内外知名企业展开了深度的战略合作。
Q：5G对于上游铜箔、覆铜板的需求情况如何？公司是否有5G相关产品？
A：2019年是5G商用元年，根据东方财富研究所预测，我国5G基站覆铜板市场空间有望突破180亿元；安信证券研报预估，仅是用于5G基站天线的高频PCB/覆铜板价值量将是4G的10倍以上。5G时代的来临，对上游需求拉动显著。

作为拥有铜箔、覆铜板、印制电路板全产业链的企业之一，公司所生产的产品是5G、新能源汽车、消费电子、汽车电子等行业不可或缺的原材料。公司联合华南理工大学、哈尔滨理工大学研制的“纳米纸基高频高速基板技术”产业化已取得了阶段性成果。公司于2019年6月与上海交大合作共建电子材料联合研究中心，主要研究内容为：（1）高频高速（5-10G）铜箔及基板材料关键工艺技术研究；（2）锂电铜箔关键工艺技术研究；（3）大功率电子铜箔工艺技术及应用研究；（4）先进电子产品可靠性研究。通过与各大科研院校的产学研合作将不断优化公司产品性能，提升产品竞争力，有利于公司抓住5G时代良好的发展机遇，夯实行业地位。

Q：公司铜箔和覆铜板产品收入占比不断提升，从以下游PCB产品为主转为聚焦于上游的铜箔、覆铜板等电子基材产品是基于什么考虑？
A：公司持续向上游电子基材积极拓展一方面是因为铜箔、覆铜板、PCB行业集中度不断提升，且呈现向行业龙头集聚趋势。公司作为铜箔、覆铜板行业领先企业之一，将充分受益下游5G、新能源汽车、汽车电子的快速发展对上游电子基材的需求拉动。另一方面，由于公司拥有着优质的客户结构，下游PCB、CCL行业保持了良好的发展势头，公司也将受益下游客户的快速发展所带来的红利，从而推动公司进一步发展壮大。
Q：公司有无向TWS耳机厂商供货？

A：公司拥有铜箔、覆铜板、印制电路板全产业链生产能力，所生产的产品是5G、新能源汽车、消费电子、汽车电子等行业不可或缺的原材料。公司目前的客户群已覆盖国内大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业。公司下游客户有向TWS耳机厂商供货。


	附件清单

（如有）
	无

	日期
	2019年11月7日



